Streszczenie rozprawy doktorskiej w jezyku polskim

Rozprawa doktorska dotyczy nowatorskiej metody montazu w elektronice i wpisuje sig
w aktualny nurt poszukiwania technik lgczenia elementow elektronicznych, ktére zarowno
zastgpia lutowanie stopami niekorzystnymi dla zdrowia jak i spelniag wysokie wymagania
wspolczesnej elektroniki zwigzane z intensywnym odprowadzaniem ciepla. Proponuje si¢
stosowanie techniki niskotemperaturowego spiekania nanoczastek srebra, przy czym istotng
cechg tej metody jest stosunkowo niska temperatura wykonywania polaczen elementow
elektronicznych do podloza, poréwnywalna z procesem lutowania, natomiast temperatura pracy
wykonanego zlacza zawierajagcego srebro, moze by¢ znacznie wyzsza. Stwarza perspektywy
stosowania tej metody w tzw. elektronice wysokotemperaturowej, w ktorej niezwykle istotne
jest efektywne odprowadzanie ciepta.

Praca podzielona jest na 9 rozdzialdow. Po wstepie (rozdziat 1), na podstawie doniesien
literaturowych, w rozdziatach 2 i 3 przedstawiono fizyczne podstawy procesu spiekania
nanoczastek, a w szczegolnosci nanoczastek srebra, a nastgpnie (w rozdziale 3)
zidentyfikowano czynniki materialowe i technologiczne wplywajace na parametry zlacza
w wypadku stosowania tej techniki w montazu w elektronice. Pomimo tego, ze stosowana
technologia ma ulatwia¢ transport ciepla, w literaturze nie wspomina si¢ o rzeczywistej
wartosci rezystancji termicznej ztacza i metodach pomiaru tego parametru. To zainspirowato
do sformutowania tezy rozprawy (rozdziat 4), ze mozliwy jest dokladny pomiar rezystancji
termicznej ztacza wykonanego proponowana technika.

Wdrozenie nowatorskiej techniki wymagato opracowania metodyki badawczej a takze zebrania
odpowiedniej aparatury technologicznej i pomiarowej (rozdziat 5), oraz przeprowadzenia wielu
eksperymentow, dla okreslenia warto$ci parametrow umozliwiajacych wykonanie poprawnych
zlaczy (rozdzial 6). W rozdziale 7 przestawiono ide¢ metody pomiarowej i okreslono
wymagania, jakie musza by¢ spelnione aby mozliwy byl dokladny pomiar rezystancji
termicznej badanego obiektu. Sposob realizacji tych wymagan, ktore doprowadzity do
opracowania dokladnej metody pomiaru rezystancji termicznej zlaczy przedstawiono
w rozdziale 8. Przeprowadzone testy wykazatly uzytecznos¢ proponowanej metody.

W dotychczasowym zastosowaniu technologii z wykorzystaniem procesu spiekania
nanoczastek srebra lgczono wylacznie powierzchnie metalizowane. W elektronice bardzo
czgsto do podiozy montuje si¢ elementy krzemowe, co wymaga pokrywania warstwg metalowa
ich faczonych powierzchni. Po seriach prob oceniono, ze metalizowanie nie jest konieczne, jesli
odpowiednio skomponuje si¢ spiekany material. Wniosek ten stanowi drugg teze rozprawy
doktorskiej. Na postawie wielu préb i analiz wykazano, ze wartos¢ wytrzymatosci
mechanicznej tych polaczen z nadmiarem spelnia wymagania stawiane elementom
montowanym w urzadzeniach elektronicznych. Wyniki testow i analiz podano w rozdziale 9.

W podsumowaniu (rozdziat 10) stwierdzono, ze w rozprawie udowodniona zostata shusznosé
postawionych tez, a praca stanowi oryginalne rozwigzanie problemu naukowego
i technologicznego, co przyczyni sie do rozwoju montazu w elektronice, szczegdlnie
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